
  
 
 

 
 
 

Toshiba presenta i moduli di memoria Flash NAND emb edded ad alta densità 
 

Memorie embedded conformi allo standard e•MMCTM combinano un controller e  
fino a 64GB di NAND in un unico contenitore  

 

Düsseldorf, Germania, 4 Gennaio 2010 – Toshiba Corporation ha annunciato un modulo di 
memoria flash NAND embedded da 64 gigabyte (GB), in assoluto la capacità più alta che sia 
mai stata ottenuta. Il chip è il fiore all'occhiello di una nuova linea di sei moduli di memoria 
flash NAND embedded pienamente conformi al recente standard e•MMCTM, progettati per 
essere utilizzati in una vasta gamma di prodotti digitali di largo consumo come smartphone, 
telefoni cellulari, netbook e videocamere digitali. Di questo modulo da 64 GB sono oggi 
disponibili dei campioni, mentre la produzione di massa avrà inizio nel primo trimestre del 
2010.  

Questo nuovo dispositivo embedded da 64 GB combina 16 chip NAND da 32 Gbit 
(corrispondenti a 4 GB), realizzati con la nuovissima tecnologia di processo Toshiba a 32 
nm, e comprende al suo interno un controller dedicato. Toshiba è la prima azienda che è 
riuscita a mettere insieme 16 chip NAND da 32 Gbit, realizzando chip di soli 30 micron di 
spessore grazie all'impiego di tecnologie avanzate di thinning e layering. La piena 
conformità allo standard JEDEC/MMCA versione 4.4 (V4.4) per MultiMediaCard embedded 
consente il supporto di interfacce standard e la semplificazione del processo di integrazione, 
diminuendo le difficoltà relative allo sviluppo.  



  
 
 

Toshiba offre una gamma completa di memorie flash NAND embedded a contenitore 
singolo, con densità variabili da 2 GB a 64 GB. Tutte integrano un controller per la gestione 
delle funzioni di base delle applicazioni NAND e sono compatibili con il più recente standard 
e•MMCTM e con le sue nuove caratteristiche, comprendendo settori di memorizzazione 
multipli e migliori funzioni di sicurezza. 

Vi è una richiesta crescente di memorie embedded dotate di funzioni di controllo che 
consentano di ridurre al minimo i requisiti di sviluppo e facilitino l'integrazione di sistema. 
Toshiba ha consolidato il suo ruolo di innovatore in questo settore chiave. È stata la prima 
azienda a presentare un dispositivo da 32 GB conforme a e•MMCTM e oggi rafforza la 
propria leadership lanciando per prima sul mercato un modulo della generazione da 64 GB.   

�
La nuova linea di prodotti  

Product Number 
Capa

. 
Package 

Sample 
Shipment 

Mass 
Production  

Production 
Scale 

THGBM2G9DGFBAI2 64GB 169Ball FBGA 
14x18x1.4mm 

Dec. 2009 1Q, 2010 
(Jan.-Mar.) 

THGBM2G8D8FBAIB 32GB 169Ball FBGA 
12x16x1.4mm 

Feb. 2010 2Q, 2010 
(Apr.-Jun.) 

THGBM2G7D4FBAI9 16GB 169Ball FBGA 
12x16x1.2mm 

Jan. 2010 1Q, 2010 
(Jan.-Mar.) 

THGBM2G6D2FBAI9 8GB 169Ball FBGA 
12x16x1.2mm 

Mar. 2010 
 

2Q, 2010 
(Apr.-Jun.) 

THGBM2G5D1FBAI9 4GB 169Ball FBGA 
12x16x1.2mm 

Apr. 2010 2Q, 2010 
(Apr.-Jun.) 

THGBM2G4D1FBAI8 2GB 153Ball FBGA 
11.5x13x1.2m

m 

2Q, 2010 
(Apr.-Jun.) 

3Q, 2010 
(Jul.-Sep.) 

 
 
 
 

3 million/ 
month  
(Total) 

 
 
Caratteristiche principali  
 
1. L'interfaccia a standard JEDEC/MMCA V4.4 gestisce funzioni di base, come la gestione 

dei blocchi di scrittura, la correzione degli errori e il software di pilotaggio. Essa 
semplifica lo sviluppo dei sistemi, consentendo ai produttori di ridurre al minimo i costi di 
progettazione e di velocizzare la commercializzazione di prodotti nuovi e degli 
aggiornamenti. 

 
2. Una vasta gamma di prodotti supporta capacità da 2 a 64 GB. I dispositivi embedded ad 

alta capacità da 64 GB sono in grado di registrare fino a 1.070 ore di musica a una 
velocità di 128 kbps, 8,3 ore di video full HD e 19,2 ore di video a definizione standard (la 
velocità media calcolata per l'HD e la SD è pari rispettivamente a 17 Mbps e a 7 Mbps). 
 

3. Il dispositivo a 64 GB combina sedici chip da 32 Gbit realizzati con la nuovissima 
tecnologia di processo a 32 nm. L'impiego di metodi avanzati di thinning, layering e wire 
bonding ha consentito a Toshiba di ottenere dei chip di soli 30 micron di spessore, in 
un'architettura stratificata e utilizzando un unico contenitore. Il risultato è il modulo di 
memoria flash NAND a più elevata densità presente sul mercato.       

 



  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Il nuovo dispositivo da 64 GB si presenta in un piccolo contenitore FBGA di dimensioni 

pari a 14 mm (lunghezza) x 18 mm (larghezza) x 1,4 mm (spessore) e la configurazione 
circuitale è conforme allo standard JEDEC/MMCA V4.4. 

 
 
Caratteristiche tecniche  

 
e•MMCTM 

Interface JEDEC/MMCA V4.4 standard HS-MMC interface 
Power Supply 

Voltage 
2.7V to 3.6V (memory core); 

1.65V to 1.95V / 2.7V to 3.6V (interface) 
Bus width x1, x4, x8 

Write Speed Target 20MB per sec. (Sequential/Interleave Mode) 
Target 9MB per sec. (Sequential/No Interleave Mode)* 

Read Speed Target 37MB per sec. (Sequential Mode/Interleave Mode) 
Target 22MB per sec. (Sequential/No Interleave Mode)* 

Temperature range -25degrees to +85degees Celsius 
Package 153Ball FBGA � +16 support balls�  

* Available only for THGBM2G5D1FBAI9 and THGBM2G4D1FBAI8. 
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Informazioni su Toshiba 

Toshiba Electronics Europe (TEE) è l’azienda che si occupa in Europa dei componenti elettronici del gruppo 
Toshiba, uno dei più grandi produttori di semiconduttori al mondo. Toshiba Electronics Europe offre una della 
gamme più complete di circuiti integrati e componenti discreti, tra cui memorie di fascia alta, microcontrollori, ASIC, 
ASSP e display per applicazioni nei settori automobilistico, multimedia, largo consumo, industriale, reti e 
telecomunicazioni. L’azienda offre anche una vasta gamma di soluzioni nel campo dell’elettronica di potenza. 
TEE è stata fondata nel 1973 con sede a Ness (Germania) e si occupa di servizi di progettazione, marketing, vendite 
e produzione. La sede principale dell’azienda è oggi a Düsseldorf (Germania), mentre le sue filiali sono situate in 
Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. Il presidente dell’azienda è Hitoshi Otsuka e il numero 
totale di collaboratori in Europa è di circa 300. 
 
Toshiba Corporation è un’azienda leader mondiale nell’innovazione e l’utilizzo di tecnologie avanzate, un produttore 
diversificato di prodotti elettrici ed elettronici avanzati utilizzati nei sistemi di comunicazione e informatica, prodotti 
digitali di largo consumo, componenti e dispositivi elettronici, sistemi di produzione dell’energia, incluse le centrali 
nucleari, sistemi industriali, infrastrutture sociali ed elettrodomestici. Fondata nel 1875, Toshiba attualmente coordina 
una rete globale di oltre 740 aziende, con circa 199.000 collaboratori nel mondo e un fatturato annuo complessivo 
superiore a 73 miliardi di dollari. 
 
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito web di Toshiba Electronics Europe all’indirizzo www.toshiba-
components.com 
 
Indirizzo di riferimento da pubblicare:  
Toshiba Electronics Europe, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Germany 
Tel: +49 (0) 211 5296 0 Fax: +49 (0) 211 5296 79 197 
Web: http://www.toshiba-components.com/pressoffice/index.asp 
 
Contatto per i giornalisti:  
Henning Rausch, Toshiba Electronics Europe 
Tel: +49 (211) 5296 117 
E-mail: HRausch@tee.toshiba.de  
 
Comunicato emesso da:  
Simon Flatt/Andrew Town, Pinnacle Marketing Communications Ltd,  
Prosperity House, Dawlish Drive, Pinner, Middlesex, HA5 5LN, UK  
Tel: +44 (0) 20 8869 9229/+44 (0) 20 8429 6546  Fax: +44 (0) 20 8868 4373. 
E-mail: simon@pinnaclemarcom.com or andrew@pinnaclemarcom.com  
Web:  www.pinnacle-marketing.com 
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